このページの本文へ




ここから本文



JavaScriptを有効に設定してからご利用ください。

総合サイトマップはこちら









企業情報
















	トップページ
	企業情報
	研究開発・技術
	三菱電機技報
	2016年
	2016年05月号








研究開発・技術三菱電機技報














2016年05月号


特集「パワーデバイス」


[image: 三菱電機技報 2016年05月号]


	巻頭言
	2026年への想像力


	巻頭論文
	パワーモジュールの最新動向と展望


	特集論文
	全12編










※一部、3MBを超えるファイルがありますので、ご注意ください
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	巻頭論文	パワーモジュールの最新動向と展望

	特集論文
（全12編）	SiCパワーモジュールの開発と応用分野の拡大
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	プレーナ型SiC-MOSFETのオン抵抗低減化技術
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	トレンチ型SiC-MOSFET
菅原勝俊／香川泰宏／藤原伸夫／福井　裕／足立亘平

	SiCパワーモジュールのダイナミックインテグリティ設計
山口義弘／大開美子／井上貴公／中嶋純一／上田哲也
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猪ノ口誠一郎／斉藤省二／飯塚　新／秦　佑貴／波多江慎治

	大容量･高信頼性HVIGBTモジュール“Xシリーズ”
羽鳥憲司／大田賢児／田中宜彦





バックナンバー一覧へ













[image: ]


「三菱電機技報」に掲載されている会社名、製品名はそれぞれの会社の商標又は登録商標です。

論文の閲覧にはアドビシステムズ社のAcrobat Readerが必要です。導入されていない方はアイコンをクリックして、Adobe Systemのホームページからダウンロードしてください。なお、ダウンロード及びインストールに関するお問い合わせは、アドビシステムズまでお願いいたします。
















PAGE TOP





© Mitsubishi Electric Corporation












